表贴放大器(Surface-Mount Amplifier) 频率范围0.1-40GHz

这种放大器尺寸只有0.52”x0.44”x0.14”，但可以提供高增益和高达40GHz的宽频带性能，且不受芯片、线路和接头的限制。

众所周知，宽带放大器的用途非常多，从商用和军用系统的幅度调节到测试设备的信号激励，都必须用到宽带放大器。而在应用放大器时，通常需要进行衡量：带接头的放大器虽然使用起来很简便，但其较大的封装尺寸抵消了这一便利性。而小尺寸的芯片细线放大器可以实现这一点。幸运的是，MITEQ 提供了一个好的解决方案：TSM系列真正的表贴放大器，频率覆盖0.1-40GHz，实际上可以用到45GHz。
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TSM系列表贴技术(SMT)放大器(图1)，有五种不同的标准型号，频率覆盖0.1-40GHz。例如TSM1800，工作频率从100MHz到18GHz，增益22dB，增益平坦度±2.5dB，其噪声指数只有3dB，P1dB输出功率＋10dBm，VSWR(In/Out)为2.5:1，电压电流15VDC @ 175mA。

其他放大器TSM1840：Frequency: 18-40GHz, NF:4.5dB, P1dB: +5dBm, 15VDC @ 200mA

           TSM2600：Frequency 0.1-26GHz

           TSM1826：Frequency 18-26GHz
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           TSM2640：Frequency 26-40GHz 

这些放大器由于尺寸比较小，为保证其良好的性能，必须正确操作。在一个典型的微带线表贴安装(图2上方)里，微带线被嵌入一个与基片厚度相等的接地槽，因而使得接地与中心导带共面。(不要把这种结构与通常的共面波导混淆，通常的共面波导导带下面不接地，是利用中心导体带两侧留出的小空隙来保持50Ohm的阻抗)。对接地槽宽度的选择，通常是用来阻止在最高工作频率时来自微带线中心导体上旁路能量的介质表面波，因而阻止了从SMT放大器输出到输入的反馈路径，以及由此导致的增益波动。

这里举一个安装放大器的典型例子。选择Rogers公司10mil厚的5880B印刷电路板(PCB)材料，它的损耗较低，介电常数为3.5；对TSM放大器使用宽度为20mil的导带。理论数据见图2。图中表示了在缺少微带线导体时绝缘性表面模式对相位速度的作用，与微带到同轴的转换相同，除了没有中心导带。既然这样，横磁(TM)模式开始在高于截取频率(36GHz)传播，产生一个类似高通滤波器的特性。150mils槽的宽度对于工作在40GHz的自由模式来说太大了。因此，在高于55GHz利用62mils间距的接地墙来阻止TM表面波模式。TSM放大器系列有一些特殊的设计，利用62mils宽度的凹槽来拓宽频率至50GHz。

大部分的基片不嵌在基板里，但是可以依靠‘接地岛’产生接近的分隔穿孔提供顶端接地点。有一点有必要注意：当将TSM放大器与穿孔连接接地时，要保证接地岛串连电感不会变成一个与放大器输出接地电流成比例的电压。经过穿孔的接地岛电感是可以通过观测表面矩形区(300x200mil)的反射和传输来量化的，这个矩形区很大足以保护表贴TSM放大器封装。理想的‘接地岛’在其边缘会有一个－1(短路)的反射系数，当连接于50ohm的测试线时会有无限大的插损。 

在测试频率达40GHz的性能时，少数穿孔分隔的1/4波长会产生类似带通滤波器的特

性。安全的设计规则是在最高工作频率使用1/8波长，包括从垫片边缘到穿孔的第一行。
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级联放大器芯片的一个优势是物理体积小，可以节省放大器之间的空间(和电相位长度)。同样由于级间附加的VSWR减少，增益波纹也极小。相反的，由于器件间的距离较大，带接头的器件在整个宽带内会因其较差的VSWR性能而产生很多幅度和群延迟波纹。当然，带接头的器件也有优势，相对于芯片式结构的放大器在设计过程中可以更方便的调整位置。图3表示：当两个放大器分别用长传输线和短传输线连接时，两个器件间的幅度/相位波纹。两个器件的VSWR均为 2.0:1，用长传输线模拟接头，短传输线模拟表贴结构(Agilent ADS 软件)。

MITEQ也提供三个接头的TSM表贴封装形式。并且正在调查研究高于40GHz的TSM放大器和与标准SMT生产机器兼容的热特性。
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